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ここがポイント！【研究内容】

接合プロセスのスケールダウン
～サイズ、温度から時間まで～
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電子デバイスは金属、有機材料、半導体、セラミックスで構成されてい
るマルチマテリアルである。デバイスのダウンサイジングにともないデ
バイス内の異材界面密度は増加している。当研究室では金属材料の同種・
異種接合だけでなく、有機材料 / 金属などの異種接合プロセスの開発と
その界面制御に取り組んでいる。以下に例を挙げる。
• 多孔質金属への液体浸透現象を活用した接合層の微細組織およびプロ
セス条件の設計自由度が高い接合プロセスの開発

• 電解析出を利用した異材界面に脆弱な金属間化合物が生成しない無荷
重低温接合プロセスの開発

マイクロ接合、マルチマテリアル、異材界面制御

応用分野 マイクロ接合、電子デバイス実装、材料開発
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